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8 0.4 0.8
9 2.4 2.4
10 0.2 0.4
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	采购需求
	一、项目概述
	西南科技大学拟采购数字媒体艺术创新实践教学综合实验室设备一批，本项目为1个包。
	二、项目清单
	序号
	标的名称
	单价限价（万元）
	数量及单位
	总金额（万元）
	所属行业
	是否允许采购进口产品
	是否属于项目中的核心产品
	1
	三维扫描仪
	6
	1台
	2
	三维扫描仪配套图形工作站
	2
	1台
	3
	VR眼镜套装与适配图形工作站
	1.4
	1套
	4
	数字艺术图形工作站
	1.5
	7台
	5
	全画幅4K微单套装
	5.2
	2套
	6
	全画幅单反相机套装
	9.8
	1套
	7
	运动摄像机
	0.5
	3台
	8
	相机手持稳定器
	0.4
	2台
	9
	智慧屏
	2.4
	1台
	10
	多合一台磨机（石木两用）
	0.2
	2台
	11
	微型焊机
	0.2
	1台
	三、技术要求
	（一）、三维扫描仪
	1.扫描模式：手持精细扫描，手持快速扫描；
	▲2.尺寸精度：手持精细扫描：0.045mm，手持精细扫描±0.1mm，各方向误差≤0.3mm/m；
	3.扫描速度：手持精细：≥10帧/秒，3，000，000点/秒；手持快速扫描：15～30（帧/秒），
	4.可变分辨率：≥0.2mm，扫描时分辨率可以通过系统软件在扫描后根据需要调整，无须通过更换硬件镜头
	5.扫描范围：150×120（mm）～250×200（mm）；
	6.工作中心距离：400mm；
	7.景深：±100mm；
	8.光源：三色LED（非激光，不污染环境及危害人身健康）；
	9.模块化设计：可拆分设计，采用usb直连。彩色纹理模块，实现彩色信息采集；
	10.纹理扫描，支持彩色纹理扫描，可扫描平面彩色图片；
	11.模型树功能：同一模式内可导入多个工程进行重分组、编辑、合并；
	12.即时显示出扫描数据，扫描完成后，一键操作，即可得到经过补孔、自动稀释网格、删除离散点、整体平滑
	13.采集数据自动保存；
	14.移动终端实时显示功能：在扫描过程中，借助移动终端设备，可实现扫描状态在计算机与移动终端的同步分
	15.设备需有自校准精度板，设备校准时间≤3分钟；
	16.数据输出格式：OBJ、STL、ASC、PLY、P3、3mf；
	17.系统支持： Win7、Win8、Win10、64bit；
	▲18.配套正版3D数字化设计软件≥20套（提供软件著作权复印件，加盖鲜章）。
	（二）、三维扫描仪配套图形工作站
	1.机箱类型：塔式机箱，≥23L，免工具拆卸；
	2.芯片组：不低于Intel C622；
	3.处理器：CPU数量≥两个，CPU主频≥2.2 GHz、 三级高速缓存≥16.5 MB，核心数≥1
	4.内存：≥8GB 2400MHz，通道≥24个DIMM插槽，最高内存≥3TB；
	5.显卡：核心频率≥1266 MHz，显存带宽≥80.19 GB/s，显存容量≥4GB；
	6.硬盘：≥1T机型硬盘；可支持4块8TB企业级SATA硬盘，最大支持40TB SATA硬盘；
	7.输入设备：同品牌USB键盘鼠标；
	8.网卡：≥一个千兆电口网卡；
	9.扩展插槽：≥4个PCIe x16，≥2个PCIe x4，≥3个PCIe x8；
	10.电源：≥1125W；
	11.端口：前端：≥1个耳机接口；≥4个USB 3.1（1个充电）；后端：≥6个USB 3.1 Ge
	▲12.显示器：≥23.8英寸宽屏16:9 LED背光液晶显示器（分辨率1920×1080），VGA
	▲13.配套软件1：工作站性能调优软件：需免费提供专业工作站管理软件，可以通过此软件在具体应用情况下
	▲14.配套软件2：工作站远程图形传输软件：远程3D图形传输协议，支持340:1压缩比，支持AES 
	▲15.服务：主机+显示器所有配件保修不低于3年免费上门服务（不低于三年人工，不低于三年备件，不低于
	（三）、VR眼镜套装与适配图形工作站
	1.VR眼镜套装
	（1）屏幕材质：LCD；
	（2）分辨率：≥2880×1700；
	（3）视场角：最大110°；
	（4）刷新率：≥90Hz；
	（5）传感器：头戴式设备：G-sensor校正、gyroscope陀螺仪、proximity距离感测
	2.图形工作站
	（1）机箱类型：塔式机箱，≥16L，免工具拆卸； 
	（2）处理器：主频≥2.1GHz，核心数≥12核，线程≥20线程，制程工艺≥10nm；
	（3）芯片组：不低于Intel Q670芯片组；
	（4）电源：≥550W能效电源
	（5）内存：≥16GB DDR5-4800内存；不少于4个内存插槽，最大支持128GB；
	（6）硬盘：≥256GB M.2 SSD； 
	（7）显卡：显存≥12GB GDDR6 15000MHz；位宽≥192bit；最大分辨率：7680×
	（8）接口：USB 接口不低于10个（满足前置5个USB，1个Type-C以上，其中l个支持充电）；
	（9）拓展插槽：≥1个PCIe×16 插槽；≥2个PCIe×1 插槽；≥1个PCIe×4 插槽；1 
	（10）键鼠：同品牌USB键盘鼠标
	▲（11）显示器：≥23.8英寸宽屏16:9 LED背光液晶显示器（分辨率1920×1080），VG
	▲（12）配套软件1：预装正版远程图形管理软件，实现工作站的远程操控、演示、协同工作，远程实时分享3
	▲（13）配套软件2：中文版性能优化软件，支持不少于15个ISV厂商，专业显卡驱动自动依据ISV应用
	（四）、数字艺术图形工作站
	1.机箱类型：塔式机箱，≥23L，免工具拆卸； 
	2.处理器：主频≥2.4GHz，核心数≥16核，线程≥24线程，制程工艺≥10nm；
	3.芯片组：不低于Intel w680芯片组；
	4.电源：≥700W能效电源；
	5.内存：≥16GB DDR5-4400内存；不少于4个内存插槽，最大支持128GB；
	6.硬盘：≥512GB M.2 SSD； 
	7.显卡：显存≥12GB GDDR6 15000MHz；位宽≥192bit；最大分辨率：7680×4
	8.接口：不低于以下要求：前置：1个耳机/麦克风组合插孔、4个SuperSpeed USB Type
	9.拓展插槽：拓展插槽：≥1个PCIe 3×4（x16接口）；≥1个PCIe 3×4（x4接口）； 
	10.键鼠：同品牌USB键盘鼠标； 
	▲11.显示器：≥23.8英寸宽屏16:9 LED背光液晶显示器（分辨率1920×1080），VGA
	▲12.配套软件1：预装正版远程图形管理软件，实现工作站的远程操控、演示、协同工作，远程实时分享3D
	▲13.配套软件2：中文版性能优化软件，支持不少于15个ISV厂商，专业显卡驱动自动依据ISV应用匹
	14.配套软件3：包含文字处理、电子表格和演示文稿三大功能模块，支持三大功能模块在同一个窗口下访问或
	▲15.服务：主机+显示器所有配件保修不低于3年免费上门服务（不低于三年人工，不低于三年备件，不低于
	（五）、全画幅4K微单套装
	1.机身：
	▲（1）全画幅背照式CMOS影像传感器，有效像素≥3300万像素； 
	（2）具备≥15+级动态范围；
	（3）5轴防抖系统；连拍速度：≥10张/秒(电子快门\机械快门)；
	（4）采用覆盖≥94%成像范围的平面相位检测对焦系统，≥759个相位检测对焦点，≥425对比对焦检测
	（5）支持照片拍摄时的人眼实时眼部对焦、动物实时眼部对焦；
	（6）支持在Super 35mm模式下采用全像素读取4K 60p视频规格，实现高画质的视频拍摄；在全
	（7）10-bit色深和4:2:2色彩采样；
	（8）通过USB线缆连接到电脑或智能手机，即可进行流媒体传输，提供4K画质视频；
	（9）双卡槽：
	卡槽1：CFexpress Type-A SD，支持UHS-II；
	卡槽2：SD, 支持UHS-II；
	2.同品牌配套镜头：
	（1）镜头类型: 全画幅变焦镜头；
	▲（2）焦距(mm): 24～70；
	（3）镜头结构（组～片）: 13～18；
	（4）最大光圈（F）: 2.8；
	（5）最小光圈（F）: 22；
	（6）滤镜尺寸：82mm；
	（7）约0.38米的最近对焦距离；
	▲3.附件：（标配外另配）
	同品牌128G SD卡10张；读卡器2个；同品牌UV镜2块；摄影包2个；原装电池2块；摄影包2个。
	（六）、全画幅单反相机套装
	1.机身：
	（1）影像传感器格式：FX格式；
	（2）影像传感器类型：CMOS传感器；
	▲（3）传感器尺寸：35.9×23.9（mm）；
	（4）总像素数：≥2,133万；有效像素：≥2082万；
	（5）图像分辨率：5568～1824；
	（6）显示屏分辨率：约235.9万画点（XGA）、约170°可视角度TFT液晶触摸屏、约100%画面
	（7）最高连拍：≥14张；
	（8）SDXC卡存储；存储格式包含：MOV、MP4等。
	2.同品牌配套镜头一：
	 ▲（1）焦距：24～70（mm）；
	▲（2）最大光圈：f/2.8；
	（3）最小光圈：f/22；
	（4）镜头结构：11组15片；
	（5）最近对焦距离：35～50（mm），焦距：0.38m；
	（6）最大复制比率：1/3.7；
	（7）光圈叶片数：9片（圆形）。
	3.同品牌配套镜头二：
	▲（1）焦距：70～200（mm）；
	（2）镜头结构：18组21片（包括6枚ED镜片，1枚萤石镜片，1枚HRI镜片，以及带纳米结晶涂层或氟
	（3）最近对焦距离：1.1m；
	（4）驱动马达：SWM；
	▲（5）最大光圈：f/2.8；
	（6）最小光圈：f/22。
	▲4.附件:（标配外另配）
	原装256G SDXC卡存储2张；原装电池2块；同品牌UV镜2块；拉杆摄影箱1个。
	（七）、运动摄像机
	1.影像传感器：1/1.7英寸CMOS；
	2.镜头：视场角：155°，光圈：f/2.8，焦点范围：0.3米至无穷远；
	3.ISO范围：拍照：100至12800，录像：100至12800；
	4.电子快门速度：拍照：1/8000秒至30秒，录像：1/8000秒至帧率限制快门；
	5.照片最大分辨率：4000×3000；
	6.变焦：数码变焦，拍照：4倍，录像：2倍（>60fps），3倍（≤60fps，地平线增稳开），4倍
	7.照片拍摄模式：单张照片：≥1200万像素，倒计时拍照：关闭/0.5/1/2/3/5/10 秒；
	8.电池容量：≥1770毫安时。
	（八）、相机手持稳定器
	1.负载重量：≥3.6 kg（手持）；
	2.角度抖动量：±0.02°；
	3.最大可控转速：平移方向：360°/s，俯仰方向：360°/s，横滚方向：360°/s；
	4.机械限位范围：平移方向：无限位，俯仰方向：+205°至-115°，横滚方向：+230°至- 90
	5.可控转动范围：平移方向：360°连续旋转（Roll 360模式），俯仰方向：+180°至-90°
	6.工作电流：静态电流：0.16 A；
	7.工作频率：2.4GHz至2.48GHz；
	8.发射功率：0dBm。
	（九）、智慧屏
	1.尺寸：≥98英寸；
	2.屏幕类型：LCD；屏幕刷新率：≥120Hz；
	3.显示画面比例：16：9；
	4.分辨率：超高清4K（3840×2160像素）；
	5.背光模式：直下式（矩阵分区背光）；
	6.内存：运行内存：≥4GB；机身内存：≥64GB；
	7.遥控器类型：语音遥控器，支持NFC一碰投屏；
	8.接口类型：HDMI 2.0、AV（3 in 1）、USB 3.0、RJ45、RF射频接口、S/P
	9.电源功率：600W
	10.配原厂支架1个。
	（十）、多合一台磨机（石木两用）
	1.功率：≥1950瓦；
	2.无极调速、内置散热扇、高精度夹头；
	3.满足木料/玉石雕刻、玉石打磨抛光、圆珠打孔、玉石切割、制作圆珠、制作平安扣等；
	4.配备圆珠套装、水循环工作台。
	（十一）、微型焊机
	1.输入电压：220V；
	2.焊丝容量：1Kg、5Kg；
	3.焊丝规格：0.8～1.0（mm）药芯/不锈钢药芯；
	4.焊枪长度：3米分体焊枪；
	5.焊接厚度：0.5～7（mm）；
	6.适用焊条：2.5、3.2碳钢、不锈钢、生铁；
	7.适用材质：铁、碳钢、方管、镀锌板、不锈钢。
	四、商务要求


